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(54)【発明の名称】 液晶表示装置の製造方法

(57)【要約】
【課題】  異方性導電膜に対して十分な熱供給を行うこ
とによって異方性導電膜と端子部との密着性を向上する
ことができ、電蝕の問題を有効に解消することのできる
液晶表示装置の製造方法を提供する。
【解決手段】  異方性導電膜１４を介した液晶駆動用Ｉ
Ｃ１５の熱圧着を行った後に、熱エージング処理を行
う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  互いに対向する二枚の透明基板の両内側
表面に少なくとも透明電極および配向膜を形成し、両透
明基板を枠状のシールを介して互いに貼り合わせ、両透
明基板および前記シールによって囲繞された空間内に液
晶を封入することによって液晶表示パネルを形成した
後、この液晶表示パネルに対する所定の熱エージング処
理および透明基板に対する偏光板の貼り付けを行い、前
記透明電極の端子部上に、異方性導電膜を介して液晶駆
動用ＩＣを熱圧着し、前記透明電極と前記液晶駆動用Ｉ
Ｃとを電気的に接続する液晶表示装置の製造方法におい
て、
前記異方性導電膜を介した液晶駆動用ＩＣの熱圧着を行
った後に、前記液晶表示パネルに対する熱エージング処
理を行うことを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
【請求項２】  前記熱エージング処理の後に、少なくと
も一方の透明基板に対する偏光板の貼り付けを行うこと
を特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】本発明は、液晶表示装置の製造方
法に係り、特に、液晶表示パネルの透明電極の端子部上
に、異方性導電膜を介して液晶駆動用ＩＣを熱圧着する
のに好適な液晶表示装置の製造方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来から、携帯電話あるいは車載用の表
示手段として、液晶の旋光性を利用した液晶表示装置
が、その高コントラスト性等の理由によって多用されて
いた。
【０００３】また、近年、このような液晶表示装置にお
いては、液晶駆動用ＩＣのパッケージにかかる部材、工
数の削減あるいは、ファインピッチ化、軽量薄型化等の
観点から、液晶駆動用ＩＣを直接液晶表示パネルの基板
上に実装するいわゆるＣＯＧ（chip on glass）が採用
されていた。
【０００４】図２は、このようなＣＯＧ実装方式が採用
された液晶表示装置１の基本的構成を示したもので、こ
の液晶表示装置１は、液晶表示のための主機能を果たす
液晶表示パネル４を有しており、この液晶表示パネル４
は、ガラス基板等からなる互いに対向する二枚の透明基
板２，３を有している。これら両透明基板２，３は、枠
状のシール５によって互いに貼り合わされており、両透
明基板２，３および前記シール５によって囲繞された空
間内には、液晶６が封入されている。
【０００５】両透明基板２，３の互いに対向する両内側
表面には、ＩＴＯ（酸化インジウムスズ）等からなる縞
状の一対の透明電極８，９が、互いに交差するように形
成されており、これら両透明電極８，９の当該交差部位
によって液晶表示の最小単位としての画素が構成される
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ようになっている。
【０００６】前記両透明基板２，３のうち、一方の透明
基板３は、他方の透明基板２よりも平面寸法が大きく形
成されており、この大きく形成された透明基板３の部分
３ａには、前記透明電極９の端子部９ａが形成されてい
る。
【０００７】また、前記両透明電極８，９上には、所定
のラビング処理が施された配向膜１１，１２が形成され
ており、この配向膜１１，１２によって液晶分子の初期
配向が規制されるようになっている。
【０００８】前記端子部９ａ上には、接着剤中に導電性
粒子が混在されてなる異方性導電膜１４を介して液晶駆
動用ＩＣ１５が熱圧着されており、この液晶駆動用ＩＣ
１５によって前記画素に対して液晶駆動電圧を選択的に
印加することにより、液晶の配向を部分的に変化させて
所定の液晶表示を行うことができるようになっている。
なお、前記異方性導電膜１４を構成する前記接着剤とし
ては、通常、最も信頼性の高い熱硬化性の接着剤を用い
るようになっている。
【０００９】ところで、従来から、前記液晶表示装置１
においては、端子部９ａに外部から浸入した水分等の異
物が付着することによって端子部９ａが腐食してしま
う、いわゆる電蝕の問題が生じており、液晶表示の表示
品位に悪影響を及ぼしてしまうことが懸念されていた。
【００１０】このような問題は、従来の７０～８０μｍ
ピッチの電極端子仕様の液晶表示装置については、実用
上問題とされる影響はないとしてさほど重視はされてい
なかったが、近年、透明電極８，９の配線パターンのさ
らなるファイン化にともなって電極端子ピッチも狭くな
り、このような電蝕の問題が深刻なものとなっている。
【００１１】そこで、かかる電蝕の問題を回避すべく、
近年においては、図３に示すように前記異方性導電膜１
４および前記液晶駆動用ＩＣ１５上に、例えばシリコー
ン樹脂等による防湿コート１６を施す構成が採用される
ようになった。
【００１２】このような構成を有する液晶表示装置１を
製造する場合は、まず、二枚の透明基板２，３上に、Ｉ
ＴＯからなる透明導電膜を形成した後、この透明導電膜
をフォトリソ法を用いて縞状にパターニングすることに
よって前記一対の透明電極８，９を形成する。
【００１３】そして、両透明基板２，３上に配向膜１
１，１２を形成するとともに、この配向膜１１，１２に
対して所定のラビング処理を施す。
【００１４】次に、両透明基板２，３を枠状のシール５
を介して互いに貼り合わせ、両透明基板２，３および前
記シール５によって囲繞された空間内に液晶６を封入す
ることによって、液晶表示パネル４が形成される。
【００１５】そして、この液晶表示パネル４に対して液
晶６のネマチック－アイソトロピック相転移温度以上の
温度となる熱エージング処理を施すことによって、液晶
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封入時に生じた液晶の配向乱れを修正した後、前記液晶
表示パネル４の両透明基板２，３の外側表面に、一対の
偏光板１８，１９を貼り付ける。
【００１６】次に、図４に示すように、前記透明電極９
の端子部９ａ上に前記異方性導電膜１４を図示しない仮
圧着手段によって仮圧着し、続いて、図５に示すよう
に、前記異方性導電膜１４上に前記液晶駆動用ＩＣ１５
を載置した後、熱圧着ヘッド等の熱圧着手段２１によっ
て液晶駆動用ＩＣ１５を異方性導電膜１４とともに端子
部９ａ側へ押圧しつつ熱圧着手段２１を発熱させる。
【００１７】この熱圧着手段２１による発熱によって、
前記異方性導電膜１４は熱硬化を起こし、これにより、
前記異方性導電膜１４を介して前記液晶駆動用ＩＣ１５
が端子部９ａ上に接着される。
【００１８】その後、前記異方性導電膜１４および前記
液晶駆動用ＩＣ１５上に前述した図３に示す防湿コート
１６を施すことにより、端子部９ａ上に液晶駆動用ＩＣ
が搭載された液晶表示装置１が形成されるようになって
いる。
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】しかし、前述した液晶
表示装置１の製造方法においては、前記防湿コート１６
によってもなお端子部９ａへの水分等の異物の付着を防
止することができず、電蝕の問題を解決することはでき
なかった。
【００２０】そこで、本発明者は鋭意研究した結果、か
かる電蝕の問題の原因は、防湿コート１６を行った異方
性導電膜１４と端子部９ａとの界面から水分が端子部９
ａ内へ浸透してくることによるものであることを究明す
るに至った。
【００２１】さらに、この問題は、熱圧着手段２１を介
して異方性導電膜１４に熱を供給する際に、実際に熱が
供給される部分が液晶駆動用ＩＣ１５の直下にある異方
性導電膜１４の部分だけであり、これ以外の部分につい
ては熱が供給され難く、異方性導電膜１４と透明電極９
の端子部９ａとの密着力が弱くなることに起因するもの
であることが分かった。
【００２２】すなわち、異方性導電膜１４と端子部９ａ
との密着力が悪ければ、この密着力が悪い箇所（界面）
は水膜形成に必要な隙間ｄを有するため、この隙間ｄを
通して水分が端子部９ａ内に浸入し易いためである。
【００２３】このような電蝕の問題を解決するために
は、例えば、端子部９ａ上に液晶駆動用ＩＣ１５を搭載
した後に、液晶駆動用ＩＣ１５の直下以外の異方性導電
膜１４と端子部９ａとの密着性を向上させるべく、液晶
表示装置１の焼成工程を新たに付加することも考えられ
る。
【００２４】しかし、かかる場合、異方性導電膜１４が
十分な熱硬化反応を起こすためには、約１００℃以上の
加熱を要することになるが、この温度下では、偏光板１
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８，１９が熱に耐えきれず劣化ないし破損してしまう虞
がある。さらに、１５０℃以上の加熱を行う場合は、シ
ール５の劣化や破損をも招く虞がある。
【００２５】かといって、異方性導電膜１４の前記液晶
駆動用ＩＣ１５の直下以外の周辺部分のみを局所的に加
熱する場合は、製造コストが高価になってしまい実用的
ではない。
【００２６】本発明は、このような問題点に鑑みなされ
たもので、異方性導電膜に対して十分な熱供給を行うこ
とによって異方性導電膜と端子部との密着性を向上する
ことができ、電蝕の問題を有効に解消することのできる
液晶表示装置の製造方法を提供することを目的とするも
のである。
【００２７】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
本発明の請求項１に係る液晶表示装置の製造方法の特徴
は、異方性導電膜を介した液晶駆動用ＩＣの熱圧着を行
った後に、前記熱エージング処理を行う点にある。
【００２８】そして、このような方法を採用したことに
より、熱エージング処理の熱を利用して液晶駆動用ＩＣ
の直下以外の異方性導電膜の部分についても、十分な熱
を付与することができるため、異方性導電膜と端子部と
の密着性を向上することができ、また、このような密着
性を向上を、従来の液晶表示装置の製造工程に変更を加
えるのみで簡易に実現することができる。偏光板やシー
ル等の液晶表示装置の構成部分の劣化や破損を招かずに
実現することができる。
【００２９】請求項２に係る液晶表示装置の製造方法の
特徴は、請求項１において、前記熱エージング処理の後
に、少なくとも一方の透明基板に対する偏光板の貼り付
けを行う点にある。
【００３０】そして、このような方法を採用したことに
より、偏光板の劣化あるいは破損を防止しつつ異方性導
電膜と端子部との密着性を向上することができる。
【００３１】
【発明の実施の形態】以下、本発明に係る液晶表示装置
の製造方法の実施形態を図１を参照して説明する。
【００３２】なお、従来と基本的構成の同一若しくはこ
れに類する箇所については、同一の符号を用いて説明す
る。
【００３３】本実施形態においては、少なくとも透明電
極８，９および所定のラビング処理が施された配向膜１
１，１２が形成された二枚の透明基板２，３を枠状のシ
ール５を介して互いに貼り合わせるとともに、両透明基
板２，３および前記シール５によって囲繞された空間内
に液晶６を封入する点においては、従来と基本的に異な
るところはない。
【００３４】ただ、本実施形態においては、異方性導電
膜１４と端子部９ａとの密着力を向上する観点から、異
方性導電膜１４に対し、熱圧着手段２１による加熱に加
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えて前述した液晶表示パネル４の熱エージング処理を利
用した加熱を行う点で従来と異なる。
【００３５】すなわち、本実施形態においては、両透明
基板間２，３に液晶６を封入して液晶表示パネル４を形
成した後に、この液晶表示パネル４に対して直ちに熱エ
ージング処理を行うことはせず、まず先に、前述した異
方性導電膜１４を介した液晶駆動用ＩＣ１５の端子部９
ａへの熱圧着を行う（図５参照）。
【００３６】次に、図１に示すように、液晶駆動用ＩＣ
１５の端子部９ａへの熱圧着を行った後に、液晶表示パ
ネル４に対する熱エージング処理を行う。
【００３７】このとき、熱エージング処理の熱を異方性
導電膜１４のすべての部位に供給することができるた
め、従来、熱圧着手段２１による加熱が十分でない異方
性導電膜１４の部分についても十分な加熱を行うことが
できる。
【００３８】この結果、異方性導電膜１４の熱硬化を促
進することができるため、異方性導電膜１４と端子部９
ａ間に水膜形成に必要な隙間ｄが形成されてしまうこと
を防止することができる。
【００３９】従って、異方性導電膜１４と端子部９ａと
の密着力を向上することができ、端子部９ａ内への水分
の侵入によって電蝕が生じてしまうことを有効に防止す
ることができる。
【００４０】なお、このときの熱エージングの条件は、
液晶６のネマチック－アイソトロピック相転移温度に依
存して設定すればよいが、少なくとも１３０℃の温度下
において３０分以上の加熱を行うことが好ましい。かか
る場合、液晶駆動用ＩＣ１５の周辺の異方性導電膜１４
の熱硬化反応をさらに好適に促進することができる。
【００４１】そして、前記液晶表示パネル４の熱エージ
ング処理が完了した後、図３に示したように、前記異方
性導電膜１４上に防湿コート１６を施し、その後、前記
液晶表示パネル４の両透明基板２，３の外側に、一対の
偏光板１８，１９を貼り付ける。
【００４２】最後に、この液晶表示パネル４をバックラ
イト等の等の光源とともに図示しない筐体に組み込むこ
とによって、液晶表示装置２３が形成される。
【００４３】次に、本実施形態における液晶表示装置の
製造方法を適用して製造された液晶表示装置に対して行
った二つの試験の試験結果について説明する。
【００４４】まず、第一試験として、厚みが２５μｍと
された異方性導電膜を用いて、熱処理条件別に、異方性
導電膜の反応率を調査した。
【００４５】すなわち、本実施形態における液晶表示装
置の製造方法を採用した試料は、異方性導電膜を介して
端子部上に液晶駆動用ＩＣが接着された液晶表示パネル
に対し、熱エージング処理として、オーブンによって１
３０℃の温度下における３０分の加熱処理を行ったもの
である。
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【００４６】一方、従来の液晶表示装置の製造方法を採
用した試料は、かかる処理を行わなかったものである。
【００４７】これら両試料について、異方性導電膜の反
応率を調査した結果、本実施形態を採用した試料につい
ては、異方性導電膜の反応率が５４％と比較的高い数値
を得ることができた。
【００４８】一方、従来の液晶表示装置を採用した試料
については、反応率が１０％未満と、本実施形態を採用
した試料に比較して著しく低い反応率となった。
【００４９】本第一試験の結果から、本実施形態におけ
る液晶表示装置の製造方法を採用した方が、従来の製造
方法を採用した場合に比べて異方性導電膜と端子部との
密着性が向上し得ると推測される。
【００５０】次に、第二試験として、本実施形態におけ
る液晶表示装置の製造方法を採用した試料と、従来の液
晶表示装置の製造方法を採用した試料に対して、耐湿通
電試験を行った。なお、本第二試験においては、熱エー
ジングの条件や、異方性導電膜の反応率については、前
述した第一試験と同様である。
【００５１】また、本第二試験においては、本実施形態
を採用した試料および従来の試料のいずれについても透
明電極の電極幅（端子部を構成する各端子についても同
様）は３６．５μｍとされ、各電極間のスペースは４
３．５μｍとされている。
【００５２】これら各試料に対して、８０℃、相対湿度
９０％の雰囲気下において２４ｖの直流電圧の通電を行
った。
【００５３】この結果、本実施形態を採用した試料につ
いては、試験開始後２４時間が経過するまでは電蝕が生
じなかった。
【００５４】これに対して、従来の液晶表示装置の製造
方法を採用した試料については、試験開始後１４時間で
電蝕が発生してしまった。
【００５５】本第二試験の結果から、本実施形態におけ
る液晶表示装置の製造方法を採用した方が、従来に比べ
て電蝕を有効に低減することができることが分かる。
【００５６】なお、本第二試験において、本実施形態を
採用した試料については、前記第一試験と同様に異方性
導電膜の反応率が５４％のものであり、異方性導電膜と
端子部との密着性が向上した効果が現れたものと思われ
る。また、異方性導電膜の反応率が５４％程度でも、従
来品に比較して電蝕を有効に低減することができるが、
例えば、偏光板等の破損に影響を及ぼさない程度に熱エ
ージングの時間をさらに多くとるなどして異方性導電膜
の反応率をさらに大きくすれば、電蝕の発生をさらに効
果的に抑制し得ることが推定される。
【００５７】したがって、本実施形態によれば、液晶表
示パネル４に対する熱エージング処理の熱を利用して異
方性導電膜１４のすべての部分について、十分な熱を付
与することができるため、異方性導電膜１４と端子部９
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ａとの密着性を向上することができ、これによって端子
部９ａの電蝕を有効に防止することができる。
【００５８】また、従来、液晶表示パネル４の形成後に
直ちに行っていた熱エージング処理を、前記端子部９ａ
への液晶駆動用ＩＣ１５の熱圧着後に行うといった液晶
表示装置１の製造工程の変更を行うことのみによって、
異方性導電膜１４の密着力の向上を簡易に実現すること
ができる。
【００５９】さらに、液晶表示パネル４に対する熱エー
ジング処理の後に、この液晶表示パネル４の両透明基板
２，３に対する前記偏光板１８，１９の貼り付けを行う
ため、偏光板１８，１９の劣化あるいは破損を防止しつ
つ異方性導電膜１４と端子部９ａとの密着性を向上する
ことができる。
【００６０】なお、本発明は前記実施形態のものに限定
されるものではなく、必要に応じて種々変更することが
可能である。
【００６１】
【発明の効果】以上述べたように本発明の請求項１に係
る液晶表示装置の製造方法によれば、簡易な方法によっ
て電蝕を有効に防止して液晶表示装置の表示品位を向上
することができ、あわせて液晶表示装置の製造コストを
低廉化することができる。
【００６２】請求項２に係る液晶表示装置の製造方法に
よれば、請求項１に係る液晶表示装置の製造方法の効果
に加えて、さらに表示品位および製品寿命を向上するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】

8
【図１】  本発明に係る液晶表示装置の製造方法の実施
形態において、液晶駆動用ＩＣを搭載した液晶表示パネ
ルに対する熱エージング処理工程を示した概略側面図
【図２】  従来から採用されていた液晶表示装置の基本
的構成を示した断面図
【図３】  従来から採用されていた液晶表示装置におい
て、端子部上の異方性導電膜および液晶駆動用ＩＣに施
された防湿コートを示した概略側面図
【図４】  従来から採用されていた液晶表示装置の製造
方法において、端子部上への異方性導電膜の仮圧着工程
を示した概略側面図
【図５】  従来から採用されていた液晶表示装置の製造
方法において、異方性導電膜を介した端子部上への液晶
駆動用ＩＣの熱圧着工程を示した概略側面図
【符号の説明】
２，３  透明基板
４  液晶表示パネル
５  シール
６  液晶
８，９  透明電極
１１，１２  配向膜
１４  異方性導電膜
１５  液晶駆動用ＩＣ
１６  防湿コート
１８，１９  偏光板
２１  熱圧着手段
２３  液晶表示装置

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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